
「未来を切り拓く、高機能素材展」に出展します

2023年3月6日

DOWAメタルテック株式会社は、2023年3月9日（木）に名古屋商
工会議所にて開催される「未来を切り拓く、高機能素材展」に
当社の「銀-グラファイト複合めっき SilC plating®」と
韓国TGS社と共同開発した「銅-ダイヤモンド複合放熱材 arCuDia」
を出展いたします。

金属加工事業部

ご来場いただくには、事前登録が必要になります。
URL：https://sozai.nagoya-cci.or.jp/



DOWAメタルテック株式会社 金属加工事業部
本拠:静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー27F TEL:053-453-4221 FAX:053-453-4225

＜用途＞
・摺動性能、高接触信頼性が要求される端子

※EV用充電端子, サービスプラグ, 高圧端子等
＜構造＞

・銀(Silver)めっき中にカーボン(Carbon(グラファイト))を複合しためっき
＜特徴＞

・優れた摺動特性(高耐摩耗性, 低挿入力)、省銀化可能

銀-グラファイト複合めっき 「SilC plating®」

グラファイトの潤滑性が銀めっきの凝着摩耗を抑制

優れた耐摩耗性により銀膜厚の削減可能⇒コストダウンに貢献!

自動車の電動化に貢献する高機能めっき
高耐摩耗、低挿入力、低電気抵抗

摺動試験

めっき表面・断面画像(SEM)

耐摩耗性 摩擦係数

摺動痕外観

商標登録番号:第6347766号



熱伝導

1000

モジュール・DBCレス一体型基板提供可能

Diamond由来の優れた特性
熱伝導・熱膨張・耐ヒートショック性

テスト条件

MIL-STD-
883K-C

ヒートショックテスト
テスト後の性能降下 ゼロ

SbS-Dia
アルミナ絶縁体貼付け
熱変形なく可能

表面：純銅

ダイヤモンドフィラー

商標登録：第6620941号

機械/モジュール加工提供可能

大電力・高周波用半導体の
冷却/熱拡散に最適

用途
・高周波通信用RFモジュール
・衛星通信モジュール
・加工用青色レーザー
・小型大電流アンプ用半導体

代表特性：1000W/mKは詳細調査中

各種めっき加工提供可能

Tel：+81-53-453-4224
E-mail：sudoy@dowa.co.jp
URL：https://www.dowa-metaltech.co.jp

Tel：+82-231-494-2552
E-mail：mwcho@thegsystem.co.kr
URL：http://www.thegsystem.co.krCooler than being cool!

金属加工事業部


